（B5TX）顾客特殊要求
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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.当客户制板说明内阻焊覆盖列对应要求为“不上阻焊时”，类似下图所示，需按整板不印阻焊制作，若客户提供了阻焊文件需与客户确认是否印阻焊
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与客户沟通达成一致结果，不用再EQ确认：

2.1小焊盘产品外层优先选用镀金工艺，且铜厚按25+/-3um控制；

2.2允许我司树脂孔按拆HDI制作，客户资料按HDI孔设计；
2.3允许18mil过孔按HDI数量≥4个制作，客户按HDI≥4个更新设计。
预审部分： 

CAM部分： 
